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박막 두께를 삼차원 형상으로 측정하는 기술 유체를 이용한 동압 표준값 제공기술005 006

백색광 간섭법을 이용한 박막 두께 형상 측정 기술 첨단 방위산업 및 엔진 설계제조에 필요한 동압 표준값 제공기술 

반도체 제조공정에서 박막 두께를 3차원 형상으로 측정하면 신제품 개발이 가능합니다.노트북, 스마

트폰을 포함한 모바일 PC 프로세서가 세계적 강세를 나타내고 있을 뿐 아니라 클라우드 서비스, IoT 

등 신규 어플리케이션 시장 확대까지 더해져 앞으로도 반도체 수출은 상승 흐름을 보일 전망인데요, 

KRISS가 소개하는 '삼차원 박막 두께 형상측정법'은 이러한 밝은 전망을 자랑하는 반도체 제조공정

에서 필수적으로 이용되는 기술입니다. 해당 기술이 반도체, 디스플레이산업 및 각종 박막 제품군 산

업의 전용 프로브로 개발되었을 때 예상되는 파급효과는 최소 3,000억 원 이상이라고 하니 시장성이 

어마어마하죠? 이 기술은 광학의 구성이 비교적 간단하고 빠른 검사 속도를 장점으로 지닌 백색광간

섭법의 원리를 이용하여 박막의 두께를 측정하기 때문에 기존보다 빠르고 정확하게 측정 대상의 위치

나 높이 정보 등의 3차원 측정을 해내며, 측정 시 외부 진동이나 환경에 영향을 적게 받는 점이 장점입

니다. 더욱 미세한 패턴과 형상의 반도체 생산이 요구되는 최근의 시장 변화에 발맞춰 나갈 수 있는 '3

차원 박막 두께 형상측정법'에 대한 문의는 KRISS에서 언제든지 가능합니다!

이 기술은 동압을 공급하는 압력탱크의 압력 변화량을 측정하고, 이를 이용해 동압을 예측

하는 동압 표준 확립 방법에 관한 기술입니다. '동압'(dynamic pressure)이란 말 그대로 

움직이는 압력이라고 생각하시면 쉬운데요, 바람이 불 때 나뭇가지가 흔들리는 것도 바람

의 속도에 따라 생기는 압력에 의한 현상이므로 동압이라고 볼 수 있습니다. 해당 기술은 

자동차, 항공기, 선박 등의 엔진 설계와 미사일, 로켓 등 무기와 관련한 방위산업에서 필요

로 하는 측정기술입니다. 이러한 산업 분야에서는 움직이는 압력인 동압을 측정해야 할 뿐 

아니라 압력이 급격히 변하는 상황이 항상 동반되기 때문에 정확한 압력의 측정과 계산이 

매우 까다롭습니다. 하지만 KRISS의 신기술과 함께라면 압력탱크의 압력 변화량을 안전

하고 정확하게 계산하고 이를 통한 동압 표준의 확립이 가능해집니다. 동압 측정의 신뢰성 

확보를 통해 엔진설계 및 국방 산업 기술의 발전을 이루어보세요!
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삼차원 박막 두께 형상측정법

기술개요

• 본 가술은 삼차원 박막 두께 축정 방법에 관한 것으로, 더 구체적으로 백색광간섭법율 이용한

박막 두깨 형상 축정 방법에 관한 것이다.

기술특징

• 본 기술은 빠른 측정 속도, S 온 정밀도와 정확도, 그라고 축정시 뫼부 진동이나 환경에 매우

둔감함. 반E체 소자 및 평편 디스皇레이 신업, CMP 관련 산업, 그러：a 각총 박막 제품군에

전용 프로M S 개발이 가능함. 기련 장비■몸 대체하여 최소 300 0억 이상의 파급 효과가

있으라라 여【상됨.

응용분야

■ 반도채，디스1 레이, CMP

키워드 a

> 상차원 박막 두께 형상 측정

시장전망

해 외 2 0 10 년 세계 반도체 재조장비의 시장규모는 2009년에 비해 4 .4% 중가한

485억 달려에 이른 效으로 나타나고 있으며, 자역별로는 일본이 10 ◦ 억 달러로 가장 큰
것으로 나타남 (SEMI, SEMI Announces Mid-Year Concensus For-cast , 2 0 0 7 . 7)

■ 전 S S 장비의 시장규모는 2007년에는 2 9 7 .5억 달러. 2 0 0 8년에는 3 1 1 .8 억 달러，
2009년에는 32 9 . 7먹 달러, 2 0U )년에는 3 5 2 .1 먹 달려에 이룰 我으로 전망하고 있음

(SEMIp SEMI Announces MkJ Yea r Consensus ForcasJ, 2 0 0 7 . 7)

* 국내 장비/재로산업에서 검사 몇 조립 용 후공정 장비는 국산화가 진행되고
있으여 시장규모가 크고 청단가술이 팔요한 전공정 장비는 선진국의 기술어전 기피로

국산화가 미흡한 실정 (SEMI, SEMI: Announces Mid-Year Consensus Forcast ,
2 0 0 7 . 7)

_ 전체 반도체 설비투자 금액의 75%룰 차지하고 았는 전 공정 장비시장에서 현재 상장되어

었는 국내 업체는 7개 정도이며, 어들 업체 差 삼성전자 매출 비종아 높은 엄체는
국제엘렉트릭, 피에스케0나 아토 정도임

국내요 빈도제 3시장전망
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